




































Processing Characteristics of Acrylic Resin using CO2 Laser Machining




































































































































































レーザ走査速度：1.0 %, レーザパルス数：1000 PPI, レンズ焦点距離：2 inch
図5　レーザ出力に対する切断溝幅の変化
レーザ出力：70 %, レーザパルス数：1000 PPI, レンズ焦点距離：2 inch
図6　レーザ走査速度に対する切断溝幅の変化
レーザ出力：70 %, レーザ走査速度：1.0 %, レンズ焦点距離：2 inch
図7　レーザパルス数に対する切断溝幅の変化























































レーザ出力：70 %, レーザ走査速度：1.0 %, レーザパルス数：1000 PPI
図10 短焦点距離レンズを使用した場合のレーザ
切断加工溝の状態


































































レーザ出力：30 %, レンズ焦点距離：2 inch, 彫刻回数：1回














































































Vol. 73, No. 9 (2007), pp. 1035-1039.
2）	 M. I. Mohammed, M. P. Y. Desmulliez: The 
manufacturing of packaged capillary action 
microfluidic systems by means of CO2 laser 
processing, Microsystem Technologies, Vol. 19, No. 
6 (2013), pp. 809-818., 
	 DOI 10.1007/s00542-013-1792-1
3）	 Andrew W. Holle, Shih-Hui Chao, Mark R. Holl, 
Jeffrey M. Houkal, Deirdre R. Meldrum: 
Characterization of Program Controlled CO2 Laser-
Cut PDMS Channels for Lab-on-a-chip Applications, 
Proceedings of the 3rd Annual IEEE Conference on 
Automation Science and Engineering, MoRP-B01.2, 
(2007), pp. 621-627., 
	 DOI 10.1109/COASE.2007.4341853
4）	 C. K. Chung, Y. J. Syu, H. Y. Wang, C. C. Cheng, S. L. 
Lin, K. Z. Tu: Fabrication of ﬂexible light guide plate 
using CO2 laser LIGA-like technology, Microsystem 
Technologies, Vol. 19, No. 3 (2013), pp. 439-443., 
DOI 10.1007/s00542-012-1665-z
210 崇城大学　紀要　第44号
